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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メルトフローレート０．２～１．５ｇ／１０分のポリプロピレン系樹脂（Ａ１）、ポリ
エチレン系樹脂（Ａ２）及び帯電防止剤（Ａ３）で構成された基材層（Ａ）の両面に、メ
ルトフローレート３～１００ｇ／１０分のポリプロピレン系樹脂（Ｂ１）及び導電剤（Ｂ
２）で構成された導電層（Ｂ）が積層された導電性シートであって、前記基材層（Ａ）と
前記導電層（Ｂ）の各導電層との厚み比が、基材層（Ａ）／導電層（Ｂ）＝５／１～３０
／１である導電性シート。
【請求項２】
　ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）メルトフローレートが０．３～１ｇ／１０分であり、か
つポリエチレン系樹脂（Ａ２）のメルトフローレートが０．１～２ｇ／１０分である請求
項１記載の導電性シート。
【請求項３】
　ポリエチレン系樹脂（Ａ２）が、低密度ポリエチレン及び直鎖状低密度ポリエチレンか
ら選択された少なくとも一種のポリエチレン系樹脂で構成されている請求項１記載の導電
性シート。
【請求項４】
　帯電防止剤（Ａ３）が、アミン系帯電防止剤、脂肪酸アミド系帯電防止剤、脂肪酸エス
テル系帯電防止剤及びポリオキシアルキレン系帯電防止剤から選択された少なくとも一種
である請求項１記載の導電性シート。
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【請求項５】
　ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）とポリエチレン系樹脂（Ａ２）との割合（重量比）が、
前者／後者＝５０／５０～９０／１０であり、かつ帯電防止剤（Ａ３）の割合が、ポリプ
ロピレン系樹脂（Ａ１）及びポリエチレン系樹脂（Ａ２）の合計１００重量部に対して、
０．１～５重量部である請求項１記載の導電性シート。
【請求項６】
　導電剤（Ｂ２）が導電性カーボンブラックである請求項１記載の導電性シート。
【請求項７】
　導電層（Ｂ）中の導電剤（Ｂ２）の割合が、１０～２５重量％である請求項１記載の導
電性シート。
【請求項８】
　基材層（Ａ）と導電層（Ｂ）の各導電層との厚み比が、基材層（Ａ）／導電層（Ｂ）＝
６／１～２５／１である請求項１記載の導電性シート。
【請求項９】
　導電層（Ｂ）の上に、さらに（メタ）アクリル系樹脂で構成された保護層（Ｃ）が積層
された請求項１記載の導電性シート。
【請求項１０】
　表面固有抵抗率が１０６Ω／□以下である請求項１記載の導電性シート。
【請求項１１】
　請求項１記載の導電性シートで形成された電子部品包装用成形品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体や電子部品などの精密部品の包装材料として適した導電性シート及び
このシートを用いて形成された電子部品包装用成形品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、熱可塑性樹脂で形成されたシートや成形品は、表面固有抵抗値が高く、非常に
帯電し易いため、半導体や電子部品用包装材料（例えば、これらの電子材料を搬送するた
めのエンボステープ、トレー、マガジンなどの容器やシート）として用いると、電子材料
に静電気による障害や破壊が発生する。従って、これらの包装用材料は、少なくとも帯電
防止レベルまでの表面導電性を付与する必要がある。
【０００３】
　これらの材料に導電性を付与する方法としては、導電性カーボンブラックを熱可塑性樹
脂に練り込む方法などが知られている。一方、熱可塑性樹脂としては、成形性及び耐熱性
などの点から、ポリプロピレン系樹脂が好ましく使用されている。しかし、充分な導電性
を発現するために、カーボンブラックなどの導電剤を配合すると、成形性及び伸びなどの
機械的特性が低下するとともに、経済性も低下する。
【０００４】
　そこで、包装用材料を構成するシートを積層シートとし、表面に形成された層にのみ導
電剤を付与する方法が提案されている。例えば、特開昭６２－１５６９４９号公報（特許
文献１）には、ポリプロピレン樹脂と充填材１０～５０重量％から成る樹脂組成物シート
基材の片面もしくは両面に、カーボンブラックを５～５０重量部含有し、その表面比抵抗
が１０１０Ω以下であるポリプロピレン樹脂組成物シートを積層した耐熱性複合ポリプロ
ピレンシートが開示されている。
【０００５】
　また、特開２０００－２６３７２１号公報（特許文献２）には、特定の粘度比及び体積
比を有するポリプロピレン及びポリエチレンからなる基材層の少なくとも片面に、ポリプ
ロピレンと相溶しない樹脂を少なくとも含む表面抵抗値が１０２～１０１０Ωである表面
導電層を積層した表面導電性ポリオレフィン系シートが開示されている。この文献では、
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基材層のポリエチレンとしては、高密度ポリエチレンが好ましいと記載され、表面導電層
としては、ポリプロピレンと、ポリアミドやポリスチレンなどの熱可塑性樹脂と、カーボ
ンブラックとの組み合わせが記載されている。さらに、基材層には、可塑剤、酸化防止剤
、安定剤、染顔料、滑剤、紫外線吸収剤、充填剤、無機フィラー、エラストマーなどの添
加剤を添加してもよいことが記載されている。
【０００６】
　また、特開２００２－２９２８０４号公報（特許文献３）には、ポリプロピレン系樹脂
やスチレン系樹脂などの熱可塑性樹脂で形成された基材シートの少なくとも一方の面に、
高密度ポリエチレン系樹脂などのポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂及びカーボ
ンブラックなどの導電剤で構成されたスキン層が積層された導電シートが記載されている
。この文献には、スキン層及び基材シートに添加してもよい任意成分として、帯電防止剤
、着色剤、分散剤、充填剤などが記載されている。
【０００７】
　さらに、特開２００３－５３９０６号公報（特許文献４）には、ポリプロピレン系樹脂
などの熱可塑性樹脂で構成された基材層の片面又は両面に、ポリプロピレン系樹脂などの
熱可塑性樹脂４０～９５重量％と導電性フィラー５～６０重量％とを含有する熱可塑性樹
脂組成物で構成された導電層と、非導電層とが順次積層された導電性積層体が開示されて
いる。
【０００８】
　しかし、これらの積層シートでは、導電性が充分でなく、帯電防止性が低下する。さら
に、これらの積層シートでは、シート成形においてドローダウンも充分に抑制できない。
【特許文献１】特開昭６２－１５６９４９号公報（特許請求の範囲第１項、実施例）
【特許文献２】特開２０００－２６３７２１号公報（請求項１、段落［0005］［0007］［
0009］［0012］、実施例）
【特許文献３】特開２００２－２９２８０４号公報（請求項１、段落［0019］［0021］［
0029］［0032］、実施例）
【特許文献４】特開２００３－５３９０６号公報（請求項１、実施例）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、本発明の目的は、帯電防止性能が高く、成形性や機械的特性にも優れる導電性
シート及びこのシートで形成された電子部品包装用成形体を提供することにある。
【００１０】
　本発明の他の目的は、シート表面からブリードアウトがなく、シート成形においてドロ
ーダウンが抑制された導電性シート及びこのシートで形成された電子部品包装用成形体を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、前記課題を達成するため鋭意検討した結果、特定のポリオレフィン系樹
脂及び帯電防止剤で構成された基材層の上に、流動性の高いポリプロピレン系樹脂及び導
電剤で構成された導電層を積層することにより、シートの成形性及び機械的特性を低下さ
せることなく、シートの帯電防止性能を向上できることを見出し、本発明を完成した。
【００１２】
　すなわち、本発明の導電性シートは、ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）、ポリエチレン系
樹脂（Ａ２）及び帯電防止剤（Ａ３）で構成された基材層（Ａ）の少なくとも一方の面に
、メルトフローレート３～１００ｇ／１０分のポリプロピレン系樹脂（Ｂ１）及び導電剤
（Ｂ２）で構成された導電層（Ｂ）が積層されている。前記ポリプロピレン系樹脂（Ａ１
）及びポリエチレン系樹脂（Ａ２）のメルトフローレートはいずれも０．１～２ｇ／１０
分程度である。前記ポリエチレン系樹脂（Ａ２）は、低密度ポリエチレン及び直鎖状低密
度ポリエチレンから選択された少なくとも一種のポリエチレン系樹脂で構成されていても
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よい。前記帯電防止剤（Ａ３）は、アミン系帯電防止剤、脂肪酸アミド系帯電防止剤、脂
肪酸エステル系帯電防止剤及びポリオキシアルキレン系帯電防止剤から選択された少なく
とも一種であってもよい。前記ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）とポリエチレン系樹脂（Ａ
２）との割合（重量比）は、前者／後者＝５０／５０～９０／１０程度であり、かつ帯電
防止剤（Ａ３）の割合は、ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）及びポリエチレン系樹脂（Ａ２
）の合計１００重量部に対して、０．１～５重量部程度であってもよい。前記導電剤（Ｂ
２）は導電性カーボンブラックであってもよい。導電層（Ｂ）中の導電剤（Ｂ２）の割合
は１０～２５重量％程度であってもよい。前記基材層（Ａ）と導電層（Ｂ）（導電層が両
面に形成されている場合には、各導電層）との厚み比は、基材層（Ａ）／導電層（Ｂ）＝
５／１～３０／１程度であってもよい。本発明の導電性シートは、前記導電層（Ｂ）の上
に、さらに（メタ）アクリル系樹脂で構成された保護層（Ｃ）が積層されていてもよい。
本発明の導電性シートは表面固有抵抗率が１０６Ω／□以下であってもよい。
【００１３】
　本発明には、前記導電性シートで形成された電子部品包装用成形品も含まれる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明では、基材層及び導電層を特定のオレフィン系樹脂で構成するとともに、基材層
に帯電防止剤を含有させているため、シートの成形性及び機械的特性を低下させることな
く、シートの帯電防止性能を向上できる。さらに、シート表面からブリードアウトがなく
、シート成形においてドローダウンが抑制できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の導電性シートは、基材層（Ａ）の少なくとも一方の面に、導電層（Ｂ）が形成
されている。導電層（Ｂ）の上には、さらに保護層（Ｃ）が積層されていてもよい。
【００１６】
　［基材層（Ａ）］
　基材層（Ａ）は、ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）、ポリエチレン系樹脂（Ａ２）及び帯
電防止剤（Ａ３）で構成されている。
【００１７】
　（Ａ１）ポリプロピレン系樹脂
　ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）は、プロピレンホモポリマー（プロピレン単独重合体）
の他、プロピレンコポリマー（プロピレン系共重合体）であってもよい。コポリマーとし
ては、プロピレンとα－オレフィン類［例えば、エチレン、１－ブテン、２－ブテン、１
－ペンテン、１－ヘキセン、３－メチルペンテン、４－メチルペンテン、４－メチル－１
－ブテン、１－ヘキセン、１－オクテン、１－ノネン、１－デセン、１－ウンデセン、１
－ドデセンなどのα－Ｃ2-16オレフィン（特にα－Ｃ2-6オレフィン）など］との共重合
体、例えば、プロピレン－エチレンランダム共重合体、プロピレン－ブテンランダム共重
合体、プロピレン－エチレン－ブテンランダム三元共重合体などが挙げられる。
【００１８】
　共重合体の形態は、ブロック共重合体、ランダム共重合体のいずれでもよい。なお、ブ
ロック共重合体は、弾性率が低下し、シート化したとき、剛性、腰が低下し易い。そのた
め、基材層のポリプロピレン系樹脂は、非ブロック共重合体であるのが好ましい。
【００１９】
　共重合体において、プロピレンとα－オレフィンとの割合（モル比）は、プロピレン／
α－オレフィン＝７０／３０～１００／０、好ましくは８０／２０～９９．９／０．１、
さらに好ましくは９０／１０～９９．５／０．５（特に９５／５～９９／１）程度である
。α－オレフィンの割合が３０モル％を超えると、剛性や耐熱性が低下する。さらに、ポ
リプロピレン系樹脂は、結晶性（又は結晶質）ポリプロピレン系樹脂であってもよく、非
結晶性（又は非結晶質）ポリプロピレン系樹脂であってもよい。
【００２０】
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　これらのポリプロピレン系樹脂は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。これ
らのうち、剛性や耐熱性などの点から、結晶性ポリプロピレン系樹脂、特に、ポリプロピ
レンホモポリマー（例えば、結晶性ポリプロピレンホモポリマー）が好ましい。
【００２１】
　ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）は、アタクチック重合体であってもよく、アイソタクチ
ック、シンジオタクチック、メタロセン触媒を用いて得られるポリプロピレン系樹脂など
の立体規則性を有する構造であってもよい。これらのうち、結晶性や簡便性などの点から
、アイソタクチック構造を有するポリプロピレン系樹脂が好ましい。
【００２２】
　ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）のメルトフローレート（ＭＦＲ）は、０．１～２ｇ／１
０分、好ましくは０．２～１．５ｇ／１０分、さらに好ましくは０．３～１ｇ／１０分程
度である。ＭＦＲが高すぎると、熱成形時にドローダウンし易くなり、二次成形が困難と
なる。また、成形品の厚みが不均一になるだけでなく、しわの原因になる。一方、ＭＦＲ
が低すぎると、押出成形が困難となる。なお、ＭＦＲは、ＪＩＳ　Ｋ　７２１０に準じて
、ＪＩＳ　Ｋ　７２１０の表１の条件１４（試験温度２３０℃、試験荷重２１．１８Ｎ）
で測定した値である。
【００２３】
　（Ａ２）ポリエチレン系樹脂
　ポリエチレン系樹脂（Ａ２）は、エチレンホモポリマー（エチレン単独重合体）の他、
エチレンコポリマー（エチレン系共重合体）であってもよい。コポリマーとしては、プロ
ピレンの他、前記ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）の項で例示されたα－Ｃ4-16オレフィン
などが例示できる。α－オレフィンは、例えば、１－ヘキサンや１－オクテンなどの直鎖
状α－Ｃ5-8オレフィンなどであってもよい。エチレンとα－オレフィンとの割合（モル
比）は、エチレン／α－オレフィン＝７０／３０～１００／０、好ましくは８０／２０～
９９．９／０．１、さらに好ましくは８５／１５～９９．５／０．５（特に９０／１０～
９９／１）程度であってもよい。エチレンコポリマーには、さらに他の共重合性単量体（
例えば、（メタ）アクリル系単量体など）が含まれていてもよい。
【００２４】
　具体的に、ポリエチレン系樹脂としては、例えば、低密度ポリエチレン、中密度ポリエ
チレン、高密度ポリエチレン、直鎖状ポリエチレン（例えば、直鎖状低密度ポリエチレン
など）、分岐鎖状ポリエチレン、低分子量ポリエチレン、アイオノマー、塩素化ポリエチ
レンなどが例示できる。これらのポリエチレン系樹脂は、単独で又は二種以上組み合わせ
て使用できる。これらのポリエチレン系樹脂のうち、ポリエチレン系樹脂（Ａ２）は、通
常、低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、直鎖状ポリエチレ
ンなどである。
【００２５】
　さらに、ポリエチレン系樹脂（Ａ２）は、シート成形におけるドローダウンを抑制する
点から、低密度のポリエチレンを少なくとも含むのが好ましい。このようなポリエチレン
の密度は、例えば、９００ｋｇ／ｍ3以上９４０ｋｇ／ｍ3未満、好ましくは９０５～９３
０ｋｇ／ｍ3、さらに好ましくは９１０～９２５ｋｇ／ｍ3程度である。
【００２６】
　このような密度の低いポリエチレンとしては、例えば、いわゆる低密度ポリエチレン（
ＬＤＰＥ）、直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）などが挙げられる。本発明では、
低密度ポリエチレン及び／又は直鎖状低密度ポリエチレン（シート成形におけるドローダ
ウンを抑制でき、かつ帯電防止性も向上できる観点から、特に低密度ポリエチレン）を含
むのが好ましい。ＬＤＰＥとＬＬＤＰＥとを組み合わせてもよく、両者の割合（重量比）
は、例えば、ＬＤＰＥ／ＬＬＤＰＥ＝９０／１０～１０／９０、好ましくは７０／３０～
２０／８０、さらに好ましくは５０／５０～３０／７０程度であってもよい。
【００２７】
　さらに、低密度のポリエチレン（ＬＤＰＥ及び／又はＬＬＤＰＥ）は、高密度（例えば
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、９４０～９７０ｋｇ／ｍ3、好ましくは９５０～９６０ｋｇ／ｍ3程度）のポリエチレン
と組み合わせてもよく、両者の割合（重量比）は、例えば、低密度のポリエチレン／高密
度のポリエチレン＝９０／１０～１０／９０、好ましくは７０／３０～２０／８０、さら
に好ましくは５０／５０～３０／７０程度であってもよい。
【００２８】
　ポリエチレン系樹脂（Ａ２）のメルトフローレート（ＭＦＲ）も、ポリプロピレン系樹
脂（Ａ１）と同様の理由から、例えば、０．１～２ｇ／１０分、好ましくは０．２～１．
５ｇ／１０分、さらに好ましくは０．３～１ｇ／１０分程度である。なお、ＭＦＲは、Ｊ
ＩＳ　Ｋ　７２１０に準じて、ＪＩＳ　Ｋ　７２１０の表１の条件４（試験温度１９０℃
、試験荷重２１．１８Ｎ）で測定した値である。
【００２９】
　ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）のメルトフローレートＭＦＲＡ１とポリエチレン系樹脂
（Ａ２）のＭＦＲＡ２との関係は、例えば、ＭＦＲＡ１／ＭＦＲＡ２＝２０／１～１／１
０、好ましくは１０／１～１／５、さらに好ましくは５／１～１／３程度である。前記Ｍ
ＦＲ比がこの範囲にあると、ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）とポリエチレン系樹脂（Ａ２
）とが相分離構造を有し、かつポリエチレン系樹脂（Ａ２）が連続相を形成し易い。帯電
防止剤はポリプロピレン系樹脂（Ａ１）相内よりも、ポリエチレン系樹脂（Ａ２）相内に
おいて移動し易いため、ポリエチレン系樹脂層が連続相を形成すると、帯電防止剤はシー
ト末端部にブリードし易くなり、早期の帯電防止効果が発現される。
【００３０】
　ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）とポリエチレン系樹脂（Ａ２）との割合（重量比）は、
ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）／ポリエチレン系樹脂（Ａ２）＝３０／７０～９９／１、
好ましくは５０／５０～９０／１０、さらに好ましくは５５／４５～８０／２０（例えば
、５５／４５～７０／３０）程度である。ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）の割合が少なす
ぎると、耐熱性や剛性、弾力性等が低下する。ポリエチレン系樹脂（Ａ２）の割合が少な
すぎると、帯電防止性の改良効果が低下する。
【００３１】
　本発明において、導電性が向上する作用は明らかではないが、少なくとも低密度である
ポリエチレン（ＬＤＰＥ及び／又はＬＬＤＰＥ）を含むポリエチレン系樹脂（Ａ２）と、
ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）と組み合わせると（特に、前記割合及びＭＦＲ比で用いる
と）、ポリエチレン系樹脂（Ａ２）が連続相（ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）が分散相と
なる海島構造、又はポリプロピレン系樹脂（Ａ１）とポリエチレン系樹脂（Ａ２）との両
連続構造）を形成することが原因であると推定できる。すなわち、基材層（Ａ）がこのよ
うな構造を形成すると、後述する帯電防止剤（Ａ３）は、ポリエチレン系樹脂（Ａ２）に
対する親和性が高いため、基材層（Ａ）のポリエチレン系樹脂（Ａ１）で構成された相を
通じて、シートの末端部にブリードアウトし、シート末端部が導電性を有することとなる
。そして、後述する導電層（Ｂ）を通過した電子がシート末端部を経由することにより、
シートの表面から裏面まで電子が流れると推測できる。
【００３２】
　（Ａ３）帯電防止剤
　帯電防止剤（Ａ３）としては、例えば、ノニオン性帯電防止剤、アニオン性帯電防止剤
、カチオン性帯電防止剤、両性帯電防止剤などが挙げられる。帯電防止剤（Ａ３）は、界
面活性剤型帯電防止剤であってもよい。
【００３３】
　ノニオン性帯電防止剤としては、多価アルコール脂肪酸エステル［グリセリン、トリメ
チロールプロパン、ペンタエリスリトール、ソルビトール、ショ糖等の多価アルコールと
脂肪酸とのエステル、例えば、グリセリンＣ6-24脂肪酸エステル（特に、グリセリンＣ8-

20脂肪酸エステル）などのグリセリン脂肪酸エステル；これらのグリセリン脂肪酸エステ
ルに対応するショ糖脂肪酸エステル；ソルビタンＣ6-24脂肪酸エステル（特に、ソルビタ
ンＣ8-20脂肪酸エステル）などのソルビタン脂肪酸エステル］、ポリオキシエチレンアル
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キルエーテル［例えば、ポリオキシエチレン（オキシエチレン基平均付加モル数１～３０
）Ｃ6-24アルキルエーテル（特に、ポリオキシエチレンＣ8-20アルキルエーテル）など］
、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル［例えば、ポリオキシエチレン（オキシ
エチレン基平均付加モル数１～３０）Ｃ6-24アルキルフェニルエーテル（特に、ポリオキ
シエチレンＣ8-20アルキルフェニルエーテル）など］、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエ
チル）アルキルアミン（いわゆる、アルキルジエタノールアミン）［例えば、Ｎ，Ｎ－ビ
ス（２－ヒドロキシエチル）Ｃ6-24アルキルアミン（特に、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキ
シエチル）Ｃ8-20アルキルアミン）など］、Ｎ－２－ヒドロキシエチル－Ｎ－ヒドロキシ
アルキルアミン（いわゆる、ヒドロキシアルキルアミンモノエタノールアミン）［例えば
、Ｎ－２－ヒドロキシエチル－Ｎ－ヒドロキシＣ6-24アルキルアミン（特に、Ｎ－２－ヒ
ドロキシエチル－Ｎ－ヒドロキシＣ8-20アルキルアミン）など］、ポリオキシエチレンア
ルキルアミン［例えば、ポリオキシエチレン（オキシエチレン基平均付加モル数１～３０
）Ｃ6-24アルキルアミン（特に、ポリオキシエチレンＣ8-20アルキルアミン）など］、Ｎ
，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）脂肪酸アミド［例えば、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロ
キシエチル）Ｃ6-24脂肪酸アミド（特に、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）Ｃ8-20

脂肪酸アミド）など］、ポリオキシエチレンアルキルアミン脂肪酸エステル［例えば、ポ
リオキシエチレン（オキシエチレン基平均付加モル数１～３０）Ｃ6-24アルキルアミンＣ

6-24脂肪酸エステル（特に、ポリオキシエチレンＣ8-20アルキルアミンＣ8-20脂肪酸エス
テル）など］、アルキルジエタノールアミド［例えば、Ｃ6-24アルキルジエタノールアミ
ド（特に、Ｃ8-20アルキルジエタノールアミド）など］、ポリオキシエチレンアルキルア
ミド［例えば、ポリオキシエチレン（オキシエチレン基平均付加モル数１～３０）Ｃ6-24

アルキルアミド（特に、ポリオキシエチレンＣ8-20アルキルアミド）など］等が挙げられ
る。
【００３４】
　アニオン性帯電防止剤としては、アルキルスルホン酸塩［例えば、Ｃ6-24アルキルスル
ホン酸塩（特に、Ｃ8-20アルキルスルホン酸塩）など］、アルキルベンゼンスルホン酸塩
［例えば、Ｃ6-24アルキルベンゼンスルホン酸塩（特に、Ｃ8-20アルキルベンゼンスルホ
ン酸塩）など］、アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸塩［例えば、Ｃ6-24アルキル
ジフェニルエーテルジスルホン酸塩（特に、Ｃ8-20アルキルジフェニルエーテルスルホン
酸塩）など］、アルキル硫酸エステル塩［例えば、Ｃ6-24アルキル硫酸エステル塩（特に
、Ｃ8-20アルキル硫酸エステル塩）など］、アルキルホスフェート［例えば、Ｃ6-24アル
キルホスフェート（特に、Ｃ8-20アルキルホスフェート）など］等が挙げられる。塩とし
ては、アンモニア、アミン、アルカリ金属（例えば、ナトリウム）やアルカリ土類金属等
との塩が挙げられる。
【００３５】
　カチオン性帯電防止剤としては、テトラアルキルアンモニウム塩［例えば、テトラＣ1-

24アルキルアンモニウム塩（特に、テトラＣ1-20アルキルアンモニウム塩）など］、トリ
アルキルベンジルアンモニウム塩［例えば、トリＣ1-24アルキルベンジルアンモニウム塩
（特に、トリＣ1-20アルキルベンジルアンモニウム塩）など］等が挙げられる。塩として
は、ハロゲン原子（例えば、塩素原子、臭素原子）、過塩素酸等との塩が挙げられる。
【００３６】
　両性帯電防止剤としては、アルキルベタイン［例えば、Ｃ1-24アルキルベタイン（特に
、Ｃ1-20アルキルベタイン）など］、アルキルイミダゾリウムベタイン［例えば、Ｃ1-24

アルキルイミダゾリウムベタイン（特に、Ｃ1-20アルキルイミダゾリウムベタイン）など
］、ヒドロキシアルキルイミダゾリン硫酸エステル［例えば、ヒドロキシＣ1-24アルキル
イミダゾリン硫酸エステル（特に、ヒドロキシＣ1-20アルキルイミダゾリン硫酸エステル
）］等が挙げられる。
【００３７】
　前記帯電防止剤のＨＬＢ値は、１～２０、好ましくは２～１５、さらに好ましくは２～
１２程度である。帯電防止剤は、水分の存在下で導電性を発現するのが好ましい点から、
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親水性帯電防止剤が好ましい。
【００３８】
　これらの帯電防止剤（Ａ３）のうち、ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）及びポリエチレン
系樹脂（Ａ２）との相溶性との点から、ノニオン性帯電防止剤、特に、アミン系帯電防止
剤［前記のＮ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アルキルアミンやＮ－２－ヒドロキシ
エチル－Ｎ－２－ヒドロキシアルキルアミン、ポリオキシエチレンアルキルアミン等］、
脂肪酸アミド系帯電防止剤［前記のＮ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）脂肪酸アミド
など］、脂肪酸エステル系帯電防止剤［前記のグリセリン脂肪酸エステルやソルビタン脂
肪酸エステル等の多価アルコールの脂肪酸エステルなど］、ポリオキシアルキレン系帯電
防止剤［前記のポリオキシエチレンアルキルエーテルやポリオキシエチレンアルキルフェ
ニルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルアミン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン
アルキルアミド等］等が好ましい。これらの帯電防止剤（Ａ３）は、単独で又は二種以上
組み合わせて使用できる。
【００３９】
　これらの帯電防止剤のうち、アミン系帯電防止剤（ステアリルジエタノールアミンなど
のアルキルジエタノールアミン）、脂肪酸エステル系帯電防止剤（ステアリン酸モノグリ
セライドなどのグリセリン脂肪酸エステル）が汎用され、特に、透明性が必要な場合に好
ましい。脂肪酸エステル系帯電防止剤とアミン系帯電防止剤とは組み合わせてもよく、両
者の割合（重量比）は、例えば、脂肪酸エステル系帯電防止剤／アミン系帯電防止剤＝９
０／１０～１０／９０、好ましくは８０／２０～４０／６０程度であってもよい。
【００４０】
　帯電防止剤（Ａ３）の重量平均分子量は、２０００以下、好ましくは１５０～１０００
、さらに好ましくは２００～１０００程度である。本発明では、このような低分子量の帯
電防止剤であっても、シート表面からのブリードアウトを防止できる。
【００４１】
　帯電防止剤（Ａ３）の割合は、ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）及びポリエチレン系樹脂
（Ａ２）の合計１００重量部に対して、例えば、０．１～５重量部、好ましくは０．２～
４重量部、さらに好ましくは０．３～３重量部（特に０．５～２．５重量部）程度である
。帯電防止剤の割合が多すぎると、シートの物性低下の原因となり、少なすぎると、帯電
防止効果が充分ではない。
【００４２】
　（他の添加剤）
　基材層（Ａ）には、シートの剛性を向上させるために、タルク、カオリン、マイカ、グ
ラファイトなどの板状充填剤や、金属炭酸塩（炭酸カルシウム、炭酸マグネシウムなど）
、石膏、カーボンブラック、ホワイトカーボン、ケイ酸塩（クレー、天然ケイ酸など）、
金属粉などの粉粒状充填剤、ガラス繊維、炭素繊維などの繊維状充填剤を添加してもよい
。充填剤の割合は、ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）１００重量部に対して、例えば、５～
１００重量部、好ましくは１０～８０重量部、さらに好ましくは２０～５０重量部程度で
ある。
【００４３】
　また、基材層（Ａ）には、帯電防止効果を調整する目的で、高分子量の帯電防止剤、金
属酸化物、カーボンブラック、導電性付与剤、高級アルコールなどを添加してもよい。
【００４４】
　さらに、基材層（Ａ）には、必要に応じて、他の熱可塑性樹脂（アクリル系樹脂、ビニ
ル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリエーテル系樹脂、ポリビニルケ
トン系樹脂、ポリフェニレンオキシド系樹脂など）、加工助剤、安定化剤（酸化防止剤、
紫外線吸収剤、耐光安定剤、熱安定化剤など）、難燃剤（リン系難燃剤、ハロゲン系難燃
剤、無機系難燃剤など）、難燃助剤、核剤、滑剤、可塑剤、離型剤、耐衝撃改良剤、色相
改良剤、流動性改良剤、着色剤（染料など）、分散剤、抗菌剤等を添加してもよい。これ
らの添加剤は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。
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【００４５】
　基材層（Ａ）の厚みは、例えば、１００～２０００μｍ、好ましくは２００～１５００
μｍ、さらに好ましくは４００～１０００μｍ程度である。
【００４６】
　［導電層（Ｂ）］
　導電層（Ｂ）は、流動性の高いポリプロピレン系樹脂（Ｂ１）及び導電剤（Ｂ２）で構
成されている。
【００４７】
　（Ｂ１）ポリプロピレン系樹脂
　ポリプロピレン系樹脂（Ｂ１）としては、前記ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）の項で例
示されたポリプロピレン系樹脂が挙げられる。これらのポリプロピレン系樹脂は、単独で
又は二種以上組み合わせて使用できる。
【００４８】
　ポリプロピレン系樹脂（Ｂ１）としては、押出成形性の点から、流動性が高いポリプロ
ピレン系樹脂が用いられる。ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）のメルトフローレート（ＭＦ
Ｒ）は、３～１００ｇ／１０分であり、好ましくは５～８０ｇ／１０分、さらに好ましく
は１０～７０ｇ／１０分（特に２０～６０ｇ／１０分）程度である。導電層（Ｂ）は、基
材層（Ａ）に比べて、薄肉であるため、機械的特性に与える影響は少なく、薄肉成形性の
点から、ＭＦＲは高い方が好ましいが、高すぎると、熱成形時にドローダウンし易くなり
、二次成形が困難となる。なお、ＭＦＲは、ＪＩＳ　Ｋ　７２１０に準じて、ＪＩＳ　Ｋ
　７２１０の表１の条件１４（試験温度２３０℃、試験荷重２１．１８Ｎ）で測定した値
である。
【００４９】
　さらに、ポリプロピレン系樹脂（Ｂ１）は、帯電防止性の点から、共重合体が好ましい
。共重合体としては、前記ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）の項で例示されたコポリマーが
挙げられる。これらのコポリマーのうち、プロピレン－α－オレフィン共重合体（特にプ
ロピレン－エチレン共重合体）が好ましい。共重合体の形態は、耐衝撃性の点から、ブロ
ック共重合体が好ましい。
【００５０】
　プロピレン－α－オレフィン共重合体（特にプロピレン－エチレンブロック共重合体）
において、プロピレンとα－オレフィンとの割合（モル比）は、プロピレン／α－オレフ
ィン＝７０／３０～９９／１、好ましくは７５／２５～９７／３、さらに好ましくは８０
／２０～９５／５（特に８０／２０～９０／１０）程度である。α－オレフィンの割合が
少なすぎると、帯電防止性及び耐衝撃性が低下し、多すぎると、耐熱性や剛性が低下する
。
【００５１】
　（Ｂ２）導電剤
　導電剤（Ｂ２）としては、導電層（Ｂ）に導電性を付与できれば、特に限定されず、粉
末状導電剤（又は粉末状無機導電剤）、例えば、炭素粉末（慣用の人造黒鉛粉末、膨張黒
鉛粉末、天然黒鉛粉末、コークス粉、導電性カーボンブラックなど）、炭素繊維、金属粉
末などが使用できる。これらの導電剤は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。
これらのうち、導電性や機械的特性などの点から、炭素粉末、特に、導電性カーボンブラ
ックが好ましい。
【００５２】
　導電性カーボンブラックとしては、例えば、ファーネスブラック、チャンネルブラック
、ガスブラック、アセチレンブラック、アークブラック、ケッチェンブラックなどが例示
できる。これらの導電性カーボンブラックのうち、比表面積が大きく、導電性に優れたフ
ァーネスブラック、ケッチェンブラック、アセチレンブラック、特にケッチェンブラック
が好ましい。さらに、これらの導電性カーボンブラックを組合せた導電性複合カーボンブ
ラックでもよい。
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【００５３】
　導電性カーボンブラックのＤＢＰ（ジブチルフタレート）吸油量は、例えば、１００ｍ
ｌ／１００ｇ以上、好ましくは１５０～１０００ｍｌ／１００ｇ、さらに好ましくは２０
０～８００ｍｌ／１００ｇ（特に３００～７００ｍｌ／１００ｇ）程度である。ＤＢＰ吸
油量がこの範囲にあると、導電性を向上できる。
【００５４】
　導電性カーボンブラックの比表面積は、例えば、１００ｍ2／ｇ以上、好ましくは３０
０～２０００ｍ2／ｇ、さらに好ましくは５００～１５００ｍ2／ｇ（特に６００～１４０
０ｍ2／ｇ）程度である。さらに、導電性カーボンブラックは、中空で空孔率の高い構造
であってもよく、例えば、５０％以上（例えば、６０～９０％程度）の空孔率であっても
よい。導電性カーボンブラックの比表面積や空孔率がこれらの範囲にあると、導電性を向
上できる。
【００５５】
　導電性カーボンブラックの平均粒径（一次粒子）は、ポリプロピレン系樹脂（Ｂ１）の
割合と密接な関係を有し、一概に規定できないが、通常、１ｎｍ～１μｍ、好ましくは１
０～１００ｎｍ、さらに好ましくは２０～６０ｎｍ（特に３０～４０ｎｍ）程度である。
【００５６】
　導電性カーボンブラックの市販品としては、例えば、三菱化学（株）製「ＥＣ３００Ｊ
」、「ＥＣ６００ＪＤ」、「♯３０３０Ｂ」、「♯３０５０Ｂ」、「♯３１５０Ｂ」、「
♯３２３０Ｂ」、「♯３７５０Ｂ」、「♯３９５０Ｂ」、米国キャボット・スペシャルテ
ィ・ケミカルズ・インク社製「ＶＵＬＣＵＮ　ＸＣ７２」、「ＶＵＬＣＡＮ　Ｐ」、「Ｂ
ＬＡＣＫ　ＰＥＡＲＬＳ　３５００」、「ＢＬＡＣＫ　ＰＥＡＲＬＳ　３７００」、電気
化学工業（株）製「アセチレンブラック」などが使用できる。
【００５７】
　導電層（Ｂ）中の導電剤（Ｂ２）の割合は１～５０重量％程度の範囲から選択できるが
、導電性と機械的特性とのバランスの点から、例えば、３～４０重量％、好ましくは５～
３０重量％、さらに好ましくは１０～２５重量％（特に１５～２５重量％）程度である。
層中の導電剤の割合が少なすぎると、導電性が不充分となり、多すぎると、加工性や機械
的特性が低下する。
【００５８】
　導電層（Ｂ）にも、必要に応じて、前記基材層（Ａ）の項で例示された慣用の添加剤を
添加してもよい。
【００５９】
　導電層（Ｂ）の厚み（基材層（Ａ）の両面に形成する場合は各層の厚み）は、例えば、
５～２００μｍ、好ましくは１０～１５０μｍ、さらに好ましくは２０～１００μｍ（特
に３０～８０μｍ）程度である。
【００６０】
　［導電性シート］
　本発明の導電性シートは、前記基材層（Ａ）の少なくとも一方の面に、前記導電層（Ｂ
）が積層され、用途によっては片面のみに導電層（Ｂ）を積層すれば充分な場合もあるが
、通常、基材層（Ａ）の両面が導電層（Ｂ）で積層されているのが好ましい。
【００６１】
　本発明の導電性シートの厚みは、３００～２５００μｍ、好ましくは４００～２０００
μｍ、さらに好ましくは５００～１８００μｍ程度である。
【００６２】
　基材層（Ａ）と導電層（Ｂ）（基材の層の両面に導電層を形成する場合は、各導電層）
との厚み比は、基材層（Ａ）／導電層（Ｂ）＝３／１～５０／１程度の範囲から選択でき
、例えば、５／１～３０／１、好ましくは６／１～２５／１、さらに好ましくは７／１～
２０／１（特に８／１～１８／１）程度である。
【００６３】
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　本発明の導電性シートは導電性に優れ、その表面固有抵抗率は、ＪＩＳ　Ｋ　７１９４
に準拠した方法（成形後温度２０℃、湿度２０％ＲＨで２４時間経過したとき）において
、例えば、１０10Ω／□以下（例えば、１～１０10Ω／□程度）、好ましくは１０8Ω／
□以下（例えば、１０～１０8Ω／□程度）、さらに好ましくは１０6Ω／□以下（例えば
、１０2～１０6Ω／□程度）である。本発明では、シートの導電性だけでなく、シートを
二次成形しても、高い導電性を有している。例えば、二次成形で延伸や配向した場合や金
型非接触面であっても、高い帯電防止性を維持できるため、成形品全体に亘り均一に帯電
防止できる。
【００６４】
　また、本発明の導電性シートは、シート表面に基材層（Ａ）の帯電防止剤がブリードア
ウトしないため、シートの外観特性にも優れている。さらに、基材層（Ａ）の両面に導電
層（Ｂ）が形成した場合には、シートの端面に帯電防止剤がブリードアウトするためか、
端面の帯電防止剤が導体路となって高い帯電防止性が発現すると推測できる。
【００６５】
　本発明の導電性シートには、導電剤の脱落を抑制する観点から、導電層（Ｂ）の上に、
さらに保護層（Ｃ）が形成されていてもよい。なお、導電層（Ｂ）が基材層（Ａ）の両面
に形成されている場合には、各導電層（Ｂ）の上に、それぞれ保護層（Ｃ）を形成しても
よい。
【００６６】
　保護層（Ｃ）は、例えば、ポリオレフィン系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂、酢酸ビニ
ル系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、塩化ビニル系樹脂、塩化ビニリデン系樹脂、ス
チレン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂などの熱可塑性樹脂、エポキシ樹
脂、ポリウレタン系樹脂、シリコーン系樹脂などの熱硬化性樹脂などで構成されていても
よい。これらのうち、導電層（Ｂ）との密着性や加工性などの点から、ポリオレフィン系
樹脂や（メタ）アクリル系樹脂などの熱可塑性樹脂、特に、（メタ）アクリル系樹脂が汎
用される。
【００６７】
　（メタ）アクリル系樹脂としては、例えば、（メタ）アクリル酸エステル（例えば、（
メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸プロピル、（メタ）アクリル酸ブチル、（
メタ）アクリル酸２－エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸グリシジルなど）を主構成単
位として含む重合体などが挙げられる。（メタ）アクリル酸エステル系重合体は、さらに
、他の共重合性単量体（例えば、（メタ）アクリル酸、スチレン、アクリロニトリル、ア
クリルアミド、エチレン、プロピレンなど）を構成単位として含んでいてもよく、特に、
水酸基を有する単量体（例えば、アクリル酸ヒドロキシエチル、メタクリル酸ヒドロキシ
プロピルなど）を構成単位として含んでいてもよい。（メタ）アクリル酸エステル系重合
体は、さらに、アミノ基、エポキシ基、カルボキシル基などの官能基を有していてもよい
。
【００６８】
　保護層（Ｃ）は、前記基材層（Ａ）の項で例示された慣用の添加剤を含んでいてもよく
、特に、無機又は有機粒子（粉粒状無機充填剤や架橋高分子粒子など）やワックス（炭化
水素ワックスなど）などを含んでいてもよい。
【００６９】
　保護層（Ｃ）の厚みは、導電層（Ｂ）の導電性を損なわず、かつ導電剤の脱落を抑制で
きる観点から、例えば、０．０１～５０μｍ、好ましくは０．１～４０μｍ、さらに好ま
しくは０．５～３０μｍ（１～２０μｍ）程度である。
【００７０】
　［導電性シートの製造方法］
　導電性シートは、特に制限されず、各層の各成分を混合して樹脂組成物を調製した後、
慣用の方法によりシート状に成形することにより製造できる。樹脂組成物は、各成分の粉
粒体の混合物であってもよく、各成分を混練して調製してもよい。混練には、慣用の方法
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を用いることができ、例えば、各成分をヘンシェルミキサーやリボンミキサーで乾式混合
し、単軸や２軸の押出機、バンバリーミキサー、ニーダー、ミキシングロールなどの慣用
の溶融混合機に供給して溶融混練することができる。樹脂組成物は、ペレットの形態であ
ってもよい。また、混練の配合順序は限定されず、例えば、基材層の場合、全成分を同時
に溶融混練してもよいし、ポリプロピレン系樹脂（Ａ１）と帯電防止剤（Ａ３）とを溶融
混練したペレットと、ポリエチレン系樹脂（Ａ３）のペレットとをブレンドしてもよい。
【００７１】
　シート状に成形する方法としては、例えば、エキストルージョン法［ダイ（フラット状
、Ｔ状（Ｔダイ）、円筒状（サーキュラダイ）等）法、インフレーション法など］などの
押出成形法、テンター方式、チューブ方式、インフレーション方式などによる延伸法など
が挙げられる。樹脂シートは、延伸（一軸延伸、二軸延伸等）してもよいし、未延伸であ
ってもよい。樹脂シートは、得られた各シートをヒートラミネーションやドライラミネー
ションなどの方法により調製してもよいが、各構成層用の樹脂組成物を、汎用のフィード
ブロック付きダイやマルチマニホールドダイ等を使用して共押出する方法により調製する
のが好ましい。共押出法では、薄い表面層を得ることができ、かつ量産性に優れる。尚、
ラミネーション法においては、必ずしも接着剤は必要としない。
【００７２】
　［二次成形品］
　このようにして得られた導電性シートは、自由吹込成形、真空成形、折り曲げ加工、圧
空成形、マッチモールド成形、熱板成形等の慣用の熱成形などで二次成形することができ
る。二次成形品としては、例えば、包装用材料、食品用容器、薬品用容器、トレー、エン
ボステープ又はキャリアテープ、マガジンなどが挙げられる。
【００７３】
　本発明の導電性シートから得られた二次成形品は、前述の如く、金型に対する非接触面
のみならず、延伸や配向が生じる熱成形域での帯電防止性も大きく向上されている。より
具体的には、収容凹部を成形すると、収容凹部の底壁の内外面及び側壁の内外面での帯電
防止性を早期に発現でき、しかも持続できる。そのため、成形容器の積重ねや積重ねた成
形容器の取り出し、テープの巻回や巻回したテープの巻き戻しにおいて、剥離帯電するこ
ともない。
【００７４】
　シートや二次成形品の表面は、表面処理（例えば、コロナ放電やグロー放電等の放電処
理、酸処理、焔処理など）を行ってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明のシートは、帯電防止性に優れるとともに、導電剤の脱落がなく、成形性、耐熱
性、機械的特性などの各種特性に優れるので、前記二次成形品の中でも、静電気障害が懸
念される電子部品又は部材の包装用成形品、例えば、液晶などの電子部品用包装材料、半
導体や電子部品の包装材料、半導体や電子部品を収容するための収容凹部を有する搬送用
成形品（例えば、電子部品搬送用トレー、キャリアテープなど）に有用である。
【実施例】
【００７６】
　以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に
よって限定されるものではない。なお、文中、特に断わりのない限り、「部」及び「％」
は重量基準である。また、実施例における各評価項目の評価方法、及び用いた各成分の内
容は以下の通りである。
【００７７】
　［表面固有抵抗］
　得られた積層シート（比較例２は単層シート、以下同じ）について、温度２０℃、湿度
２０％ＲＨの条件下で２４時間以上調湿した後、低抵抗率計［三菱化学（株）製、ロレス
タ（Ｌｏｒｅｓｔａ）－ＧＰ（ＭＣＰ－Ｔ６００）］を用いて、ＪＩＳ　Ｋ７１９４に準
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じて、印加電圧１０Ｖで、シートのキャスト側及びタッチ側について表面抵抗値を測定し
た。プローブは、四探針プローブ（ＴＹＰＥ　ＡＳＰ）を使用した。
【００７８】
　さらに、前記積層シートを３３ｃｍ角に切り取り、金型にシートのタッチロール側が当
たるようにセットし、真空単発成形機［（株）浅野研究所製、ＦＫ－０４３１－１０］を
用いて、成形温度１８５℃、金型温度４０℃で、縦１０ｃｍ、横１７ｃｍ、深さ４ｃｍの
箱型の容器を成形した。得られた成形品の側面（１７ｃｍ×４ｃｍ）の中央部より縦３ｃ
ｍ、横１０ｃｍの試験片を切り出し、シートと同様の方法で、容器の金型面（接触面）及
び非金型面（非接触面）について表面抵抗値を測定した。なお、表中の「ＯＬ」は９．９
９９×１０７を超え、測定不能であることを示す。
【００７９】
　［ドローダウン（ＤＤ）量］
　得られた積層シートを、流動方向（ＭＤ方向）に４８０ｍｍ、幅方向（ＴＤ方向）に５
０ｍｍの短冊状に任意で切り取り、真空単発成形機［（株）浅野研究所製、ＦＫ－０４３
１－１０］５０ｍｍ幅側の両端を水平に固定し、両面からセラミックヒーターを用いて等
加熱速度で昇温した（２０℃／分）。融点以上に加熱されると、シートは一旦膨張し、次
いで張り戻り現象を示し、その後自重で垂れはじめる。１７０℃における垂れ量（ｍｍ）
を測定し、ＭＤでのドローダウン（ＤＤ）量とした。
【００８０】
　［引張弾性率］
　得られた積層シートについて、ＪＩＳ　Ｋ　７１１３に準拠して、引張速度５０ｍｍ／
分でシートの引張弾性率を測定した。
【００８１】
　［帯電圧減衰時間］
　得られた積層シートを２０ｃｍ角の正方形に切り取り、温度２０℃、湿度６０％ＲＨの
条件下で２４時間以上調湿した後、シートのキャスト側を上にして、チャージプレートモ
ニタ（モンローエレクトロニクス社製、２８８型）の帯電板の上に載せ、＋１０５０Ｖま
で帯電させ、シート上の帯電板に接触している面と反対側の面よりアースをとり、１００
０Ｖから１００Ｖに減衰するまでの時間を測定した。なお、６０秒以内に測定開始電圧（
１０００Ｖ）に減衰しなかった場合は、「減衰せず」と評価した。
【００８２】
　［ブリードアウト］
　得られた積層シートを２０ｃｍ角の正方形に切り取り、温度２０℃、湿度６０％ＲＨの
条件下で７日間静置した後、シートのブリードアウトの有無を目視で観察した。
【００８３】
　［各成分の内容］
　（ポリプロピレン系樹脂）
　ＰＰ１：プロピレンブロックコポリマー（（株）プライムポリマー製、商品名「プライ
ムポリプロ　Ｊ－９５０ＨＰ」、ＭＦＲ：３２ｇ／１０分、密度９００ｋｇ／ｍ３）
　ＰＰ２：プロピレンブロックコポリマー（（株）プライムポリマー製、商品名「プライ
ムポリプロ　Ｊ－５０５１ＨＰ」、ＭＦＲ：５０ｇ／１０分、密度９００ｋｇ／ｍ３）
　ＰＰ３：プロピレンブロックコポリマー（（株）プライムポリマー製、商品名「プライ
ムポリプロ　Ｊ－４６６１ＨＰ」、ＭＦＲ：３ｇ／１０分、密度９００ｋｇ／ｍ３）
　ＰＰ４：プロピレンホモポリマー（（株）プライムポリマー製、商品名「プライムポリ
プロ　Ｅ－１０５ＧＭ」、ＭＦＲ：０．５ｇ／１０分、密度９００ｋｇ／ｍ３）
　ＰＰ５：プロピレンホモポリマー（（株）プライムポリマー製、商品名「プライムポリ
プロ　Ｅ１１１ＧＭ」、ＭＦＲ：０．５ｇ／１０分、密度９１０ｋｇ／ｍ３）。
【００８４】
　（ポリエチレン系樹脂）
　ＬＬＤＰＥ：直鎖状低密度ポリエチレン（（株）プライムポリマー製、商品名「ネオゼ
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ックス　０１４４Ｎ」、ＭＦＲ１．２ｇ／１０分、密度９２２ｋｇ／ｍ３）
　ＬＤＰＥ：低密度ポリエチレン（旭化成ケミカルス（株）製、商品名「サンテックＬＤ
　Ｍ１７０３」、ＭＦＲ０．３ｇ／１０分、密度９１８ｋｇ／ｍ３）
　ＨＤＰＥ：高密度ポリエチレン（（株）プライムポリマー製、商品名「ハイゼックス　
５００Ｈ」、ＭＦＲ０．１ｇ／１０分、密度９５８ｋｇ／ｍ３）。
【００８５】
　（導電剤及び帯電防止剤）
　ＭＢ１：以下の製造例で得られたプロピレンブロックコポリマーとカーボンブラックと
で構成されたマスターバッチ。
【００８６】
　ケッチェンブラック（三菱化学（株）製、商品名「ＥＣ６００ＪＤ」、ＤＢＰ吸油量４
９５ｍｌ／１００ｇ、比表面積８００ｍ２／ｇ、一次平均粒径３１．１ｎｍ、空孔率６６
％）１５重量部と、プロピレンブロックコポリマー（ＰＰ１）８５重量部とを、二軸押出
機を用いて、シリンダー温度１６０～２５０℃で混練し、冷却後、ペレタイザーを用いて
、円柱状の導電性マスターバッチを調製した。
【００８７】
　ＭＢ２：以下の製造例で得られたプロピレンブロックコポリマーとカーボンブラックと
で構成されたマスターバッチ。
【００８８】
　ケッチェンブラック（三菱化学（株）製、商品名「ＥＣ６００ＪＤ」）２０重量部と、
プロピレンブロックコポリマー（ＰＰ２）８０重量部とを、二軸押出機を用いて、シリン
ダー温度１６０～２５０℃で混練し、冷却後、ペレタイザーを用いて、円柱状の導電性マ
スターバッチを調製した。
【００８９】
　ＭＢ３：以下の製造例で得られたプロピレンブロックコポリマーとカーボンブラックと
で構成されたマスターバッチ。
【００９０】
　ケッチェンブラック（三菱化学（株）製、商品名「ＥＣ３００Ｊ」、ＤＢＰ吸油量３６
０ｍｌ／１００ｇ、比表面積１２７０ｍ２／ｇ、一次平均粒径３３．９ｎｍ、空孔率８２
％）２５重量部と、プロピレンブロックコポリマー（ＰＰ２）７５重量部とを、二軸押出
機を用いて、シリンダー温度１６０～２５０℃で混練し、冷却後、ペレタイザーを用いて
、円柱状の導電性マスターバッチを調製した。
【００９１】
　帯電防止剤：ステアリン酸モノグリセライド７５重量部とステアリルジエタノールアミ
ン２５重量部との混合物。
【００９２】
　実施例１～２１及び比較例１
　多層押出機（二種三層押出機）の第１の単軸押出機（スクリュー径５０ｍｍ、Ｌ／Ｄ＝
２５）に、表１～表３に示す導電層を構成するペレットをシリンダー温度２２０℃で供給
し、第２の単軸押出機（スクリュー径６５ｍｍ、Ｌ／Ｄ＝３２）に、表１及び表２に示す
基材層を構成する樹脂組成物をシリンダー温度２１０℃で供給し、フィードブロック内で
、基材層の両面に導電層を合流させて積層し、Ｔダイキャスト法によりシート状に押し出
した後、冷却ロールによって冷却し、幅７００ｍｍ、総厚み８００μｍの積層シートを得
た。エアギャップは１５０ｍｍとし、引き取り速度は２．２～２．８ｍ／分（積層比１／
５／１の時：２．８ｍ／分、１／１０／１の時：２．４ｍ／分、１／１５／１の時：２．
３ｍ／分、１／２０／１の時：２．２ｍ／分）とした。得られた積層シートの評価結果を
表１～表３に示す。
【００９３】
　比較例２
　第２の単軸押出機を用いて、単層シートとした以外は実施例１と同様にしてシートを得
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た。得られたシートの評価結果を表３に示す。
【００９４】
【表１】
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【００９５】
【表２】

【００９６】
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【表３】

【００９７】
　表１～表３の結果より、実施例１～２１のシートは、帯電防止性に優れている。特に、
実施例１～１１及び１９～２１のシートは、帯電防止性に加えて、シート成形におけるド
ローダウンが抑制され、シートの機械的特性が高く、ブリードアウトもない。これに対し
て、比較例のシートは、帯電防止性が低い。
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